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PCN#:[PC-SOC-A005A/J]

Product Change Notice (PCN)

件名:  Site addition of package assembly and final test 

発行日: 7/21/2022

出荷開始予定日: 3/31/2023 

改版履歴: 

初版 

変更内容の説明: 

RZ/T1-M, EC-1 製品の安定供給を行うために、組立工場、最終テスト工場を追加、適用いたします。 

今回追加した組立工場の製品では、パッケージ外形仕様が従来品から一部変更となるため、型名を変

更、区別しております。 

既存品と追加品の比較については、以下をご参照下さい。 

項目 追加品 既存品 

会社 組立: Advanced Semiconductor Engineering, 

Inc 

FT: King Yuan ELECTRONICS CO., LTD. 

(株)アムコー・テクノロジー・ジャパン 

場所 組立: Kaohsiung, Taiwan 

FT: Chu-Nan, Taiwan 

組立: 函館工場 

FT: 熊本工場 

パッケージ組立 変更あり 変更なし 

テスター装置 変更なし 変更なし 

テストプログラム 変更なし 変更なし 

対象製品リスト:  

Appendix をご参照下さい。 

変更の理由:  

RZ/T1, EC-1 の需要対応、安定供給を行うため。 

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響:  

組立工場の変更により、RZ/T1-Mはパッケージサイズ Minが 5.80mmから 5.85mm、Maxが 6.20mmから

6.15mmに、パッケージの厚さが 1.7mmから 1.35mmに、EC-1はパッケージサイズ Minが 11.92mmから

11.85mm、Max が 12.03mm から 12.15mm に、パッケージの厚さが 1.6mm から 1.5mm に変更されていま

す。 

実装、機能、品質、信頼性は同等であることを確認いたします。 

製品の識別方法: 

ルネサス型名、パッケージマーキング、梱包ラベルにより識別可能です。

信頼性データについて: お客様のご要求に応じて提供いたします。弊社営業にお問い合わせください。 

サンプル出荷予定日: 8/31/2022 (評価用として WSサンプルを提供いたします)

製品/材料の化学物質データ: お客様のご要求に応じて提供いたします。弊社営業にお問い合わせくだ

さい。
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ご注意: 

1. PCN をお客様にお渡しした後 30 日以内に受理の御連絡を頂けない場合は、変更内容を御承認

頂いたものとみなして変更を実施させて頂きます。

2. お客様が PCN を受理されて承認手続きのための条件が有る場合は、PCN をお客様にお渡しし

た後 90 日以内に御連絡をお願い致します。90 日以内に何の御連絡もない場合も御承認頂いた

ものとみなして変更を実施させて頂きます。

3. 変更内容について御承認頂けない場合、最終注文数の御提示と御発注をお願い致します。

この通知に関するお問い合わせは、弊社営業、特約店までお願い致します。 
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Appendix 

製品リスト: 

R7S910020CBG#AC0 R7S910022CBG#AC0 R9A06G043GBG#AC0 

R7S910021CBG#AC0 R7S910023CBG#AC0 

変更(追加)型名: 

R7S910020CBA#BC0 R7S910022CBA#BC0 R9A06G043GBB#BC0 

R7S910021CBA#BC0 R7S910023CBA#BC0 

注文単位は RZ/T1-M: 3,920 個、EC-1: 1,344 個 (内装箱 1 個の満杯数量) です。 

パッケージ外形: 

既存品 追加品 

RZ/T1-M (112BGA) 

Symbol 

Dimension in Millimeters 

Min. Nom. Max. 

Package size D 5.80 6.00 6.20 

Package size E 5.80 6.00 6.20 

Total thickness A - - 1.70 

Stand off A1 0.20 0.25 0.30 

Ball pitch e - 0.50 - 

Ball width b 0.25 0.30 0.35 

Ball offset (Package) x1 - - 0.20 

Ball offset (Ball) x2 - - 0.05 

Coplanarity y - - 0.08 

Mold parallelism y1 - - 0.20 

Symbol 

Dimension in Millimeters 

Min. Nom. Max. 

Package size D 5.85 6.00 6.15 

Package size E 5.85 6.00 6.15 

Total thickness A - - 1.35 

Stand off A1 0.20 0.25 0.30 

Ball pitch e - 0.50 - 

Ball width b 0.25 0.30 0.35 

Ball offset (Package) x1 - - 0.15 

Ball offset (Ball) x2 - - 0.05 

Coplanarity y - - 0.08 

Mold parallelism y1 - - 0.20 

既存品 追加品 

EC-1 (196BGA) 

Symbol 

Dimension in Millimeters 

Min. Nom. Max. 

Package size D 11.92 12.00 12.08 

Package size E 11.92 12.00 12.08 

Total thickness A - - 1.60 

Stand off A1 0.35 0.40 0.45 

Ball pitch e - 0.80 - 

Ball width b 0.45 0.50 0.55 

Ball offset (Package) x1 - - 0.15 

Ball offset (Ball) x2 - - 0.08 

Coplanarity y - - 0.10 

Mold parallelism y1 - - 0.20 

Symbol 

Dimension in Millimeters 

Min. Nom. Max. 

Package size D 11.85 12.00 12.15 

Package size E 11.85 12.00 12.15 

Total thickness A - - 1.50 

Stand off A1 0.36 0.41 0.46 

Ball pitch e - 0.80 - 

Ball width b 0.45 0.50 0.55 

Ball offset (Package) x1 - - 0.15 

Ball offset (Ball) x2 - - 0.08 

Coplanarity y - - 0.10 

Mold parallelism y1 - - 0.20 
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パッケージマーク仕様: 

既存品 追加品 

RZ/T1-M (112BGA) RZ/T1-M (112BGA) 

EC-1 (196BGA) EC-1 (196BGA) 

梱包ラベル仕様: 

既存品 追加品 

RZ/T1-M (112BGA) 

D/N: R7S91002XCBG     AC0WL01000 

SPN: R7S91002XCBG#AC0 AC0WL01000 

or 

D/N: R7S91002XCBG     AC0WL02000 

SPN: R7S91002XCBG#AC0 AC0WL02000 

D/N: R7S91002XCBA    U03L 

SPN: R7S91002XCBA#BC0 BC0M503000 

EC-1 (196BGA) 

D/N: R9A06G043GBG     AC0WL01000 

SPN: R9A06G043GBG#AC0 AC0WL01000 

or 

D/N: R9A06G043GBG     AC0WL02000 

SPN: R9A06G043GBG #AC0 AC0WL02000 

D/N: R9A06G043GBB    U03L 

SPN: R9A06G043GBB#BC0 BC0M503000 
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パッケージ外形詳細仕様： 

RZ/T1-M (112BGA) 
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EC-1 (196BGA) 
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包装仕様（トレイ包装図）: 

RZ/T1-M (112BGA) 
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EC-1 (196BGA) 
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